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Dehnbare, flexible Leiterplatten dienen als 
Schlüsseltechnologie für neue Produkte
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und dessen Qualitätssicherung überzeugt?
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Inline-Schablonendrucker haben eine automatische Unterseitenreinigung. 
Auf den Prozess eingestellt, erhält der Anwender nach der Reinigung eine 
saubere Schablone. Doch wie sieht es in der Praxis aus?
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Leiterplattenhersteller aus der Luft- & 
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik 
setzen ihr Vertrauen auf Ventec’s AS9100 
Rev C-akkreditierte Lieferkette für 
hochzuverlässige Basismaterialien und 
Prepregs. Von der Herstellung bis zur 
Lieferung ist unser gesamtes qualitativ 
hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden, 
FR4 und unserer ‘tec-speed’ Serie von High-
Speed/Low-Loss   Materialien abgedeckt. 
Ventec - Ihr strategischer Partner für Ihre 
sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group 
T: +49 (0)6352 75326-0  
E: contact@ventec-europe.com  

  Follow @VentecLaminates

Höchste 
Qualitätsstandards für 
Aerospace & Defense 
durch AS9100 Rev C 
Zertifizierung

www.venteclaminates.com 
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Mehr Technologien, mehr Beratung, mehr Qualität

Wir bieten das volle Spektrum an Leiterplatten, vieles 
davon bequem und einfach online kalkulierbar: hoch-
lagige Multilayer, Impedanzprüfung, Semi-Flex, Starrflex, 
Aluminiumträger- und Aluminiumkernleiterplatten, Dick-
kupferplatinen, Rogers-Hochfrequenzleiterplatten und 
Flexplatinen. Das alles auch als Serien aus China  
oder ab 12-Stunden Express – Made in Berlin.  
Alles aus einer zuverlässigen Hand.

www.leiton.de

Titelbild

Die Fachzeitschrift PLUS  
ist das Organ folgender 
Fachverbände:

Fachverband Bauelemente  
Distribution e.V. 
Tel. +49 8563 9788908 
w.ziehfuss@fbdi.de, www.fbdi.de

1017

International  
Microelectronics  
and packaging society – 
Deutschland e.V. 
Tel. +49 3677 69-3381 
martin.schneider-ramelow@imaps.de  
www.imaps.de

1074

DVS – Deutscher Verband  
für Schweißen und  
verwandte Verfahren e.V. 
Tel. +49 211 1591-0 
michael.weinreich@dvs-hg.de 
www.dvs-ev.de

1095

Forschungsvereinigung  
Räumliche Elektronische  
Baugruppen 3-D MID e.V. 
Tel. +49 911 5302-9100 
info@3dmid.de, www.3dmid.de

1085

1027
Fachverband Elektronik-Design e.V. 
Tel. +49 30 340 60 30 50 
info@fed.de, www.fed.de

Fachverband PCB  
and Electronic Systems
Tel. +49 69 6302-437 
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org

1050

Fachverband Electronic  
Components and Systems 
Tel. +49 69 6302-276 bzw. -251 
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Simulationsmodell für elektrische Leistungsflüsse  
in PV-Speichersystemen	 1090

Patente� 1094

FORUM

Effiziente und kompakte Spannungswandler  
für die Elektromobilität	 1097

Additiv Manufacturing – die Revolution  
der Produktherstellung im Digitalzeitalter	 1099

Kolumne: Dilemma – In der Zwickmühle 	 1107

PLUS-Firmenverzeichnis� 1110

Im Heft redaktionell erwähnte Firmen� 1138

Inserentenindex� 1140

Stellenanzeigen� 1141

Mediadaten� 1142

Impressum� 1143

Produkt des Monats� 1144

1035
EIPC – Der Europäische  
Elektronik-Verband  
Tel. +31 46 4264258 
www.eipc.org

Solarenergieforschung: Ein Simulationsmodell soll nun die elektrischen 
Leistungsflüsse zwischen den Systemkomponenten PV-Generator, Batte-
rie, elektrischer Haushaltslast (HHL) und Verteilnetz berechnen
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